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Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i żywa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i ywa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i ę fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i  fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i łoży nienasiąkliwych i oży nienasiąkliwych i ży nienasiąkliwych i y nienasiąkliwych i ąkliwych i kliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową ą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową  na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową łoży budowlanych. Zaprawę klejową oży budowlanych. Zaprawę klejową ży budowlanych. Zaprawę klejową y budowlanych. Zaprawę klejową ę klejową  klejową ą należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ży przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, y przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ć według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych,  według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ług zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ug zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych,  producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, ż w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych,  w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody ą zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody  zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody łaściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody aściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody ściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody ciwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody ży nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody y nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody ć na płyty izolacyjne według tzw. metody  na płyty izolacyjne według tzw. metody łyty izolacyjne według tzw. metody yty izolacyjne według tzw. metody ług tzw. metody ug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 łytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2  nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ć taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2  taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ą ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2  ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ść zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2  zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ędniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 dniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ąc nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 c nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ści podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ci podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 łoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 oża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 a i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 żliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 liwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2  do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 łożenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ożenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 żenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 enia warstwę kleju (ok. 1 do 2 ę kleju (ok. 1 do 2  kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie ć minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie  minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie łyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie yty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie łoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie oża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie ża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie a (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie ększych nierównościach należy stosować zróżnicowanie kszych nierównościach należy stosować zróżnicowanie ściach należy stosować zróżnicowanie ciach należy stosować zróżnicowanie ży stosować zróżnicowanie y stosować zróżnicowanie ć zróżnicowanie  zróżnicowanie żnicowanie nicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ści izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ci izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć łyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć yty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć łuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć uż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć  jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć dzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ży nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć y nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć  około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ło 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć o 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ści pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć ci pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć środku płyty nałożyć rodku płyty nałożyć łyty nałożyć yty nałożyć łożyć ożyć żyć yć ć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ści dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ci dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu łoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu oni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu łożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu żach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu żna nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu na nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu adać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ć zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu  zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu  na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu łytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu  termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu ą całopowierzchniowo przy użyciu  całopowierzchniowo przy użyciu łopowierzchniowo przy użyciu opowierzchniowo przy użyciu życiu yciu pacy zębatej (ok. 10 mm).ębatej (ok. 10 mm).batej (ok. 10 mm).
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